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Agenda

▪ Introductie EEMC

▪ Het vraagstuk bij Qblox

▪ Verschillen in FIP en TIM

▪ Keuze en uitvoering

▪ Aanbrengen FIP

▪ Meten

▪ Uitdagingen voor nieuwe ontwikkeling



EEMC

EEMC is een gespecialiseerde fabrieksdistributeur van materialen, 
componenten en apparatuur om elektrische en elektronische producten 
beter te laten functioneren in hun omgeving. 
Dit geldt voor immuniteit tegen inkomende interferentie,  stoorstraling, 
geleide storing, emissie, maar ook thermisch management.

   Sinds 2018 onderdeel van de Elincom Group



Het vraagstuk bij Qblox

▪ Eurocard 8 oscillator chips 

▪ PCB shielding: interverentie, overspraak

▪ Warmteontwikkeling

▪ Koellichaam uit één stuk

▪ Transport: fragiel

▪ Updaten van de specificaties



Verschillen in keuze van de FIP

Eigenschappen tijdens gebruik:

▪ Dempingsfrequentie, elektrische eigenschappen

▪ Corrosie bestendigheid

▪ Flexibiliteit na uitharding / overtijd

▪ Gebruikstemperatuur



Verschillen in keuze van de FIP

Maar ook eigenschappen tijdens verwerken:

▪ Eén of meerdere componenten: mengen

▪ Uitharden: temperatuur / lucht

▪ Stabiele viscositeit tijdens verwerking

▪ Viscositeit en korrelgrootte

▪ Ondergrond (primer)



Verschillen in keuze van de TIM

Eigenschappen tijdens gebruik:

▪ Thermische transmissiewaarde, elektrische eigenschappen

▪ Corrosie bestendigheid

▪ Flexibiliteit na uitharding / over tijd 

▪ Ondergrond (primer)

▪ Gebruikstemperatuur

▪ Siliconen?



Verschillen in keuze van de TIM

Maar ook eigenschappen tijdens verwerken:

▪ Eén / meerdere componenten: mengen

▪ Stabiele viscositeit tijdens verwerking

▪ Viscositeit en korrelgrootte

▪ Ondergrond (primer)



keuze van de TIM



Uitvoering

▪ Aluminium CNC freesdeel, oppervlaktebehandeling

▪ Afmeting koelblok 80 x 80 x 8mm

▪ CNC-aanbrengen FIP-gasket

▪ FIP-materiaal: Parker Chomerics CHO-FORM 5526

▪ Afmetingen FIP-gasket:
0,86mm hoog +/- 0,1mm 
1,02mm breed +/- 0,15mm



Details



Agressieve omgeving



Limieten dimensies



Aanbrengen FIP
Dispensing robot: 
persmechanische lineaire helixschroef en/of 
luchtdruk geregeld
Aandrijving 3 stappenmotoren
Repeterende nauwkeurigheid: tot 0,01 mm 
Maximale speling: ~ 0,04 mm
Nat geslepen en geharde vlakplaat
Spindels: ballscrew 16mm
Referentieschakelaars op alle assen
Klemoppervlak: Y = 1000 mm X = 1000 mm
Verplaatsing: X = 900 mm; Y = 900 mm; Z = 150 mm
Vrije ruimte Z: 250 mm

Kleinst mogelijke bead: 
0.5mm hoog en breed (+/-0.1mm)



Aanbrengen FIP 1



Aanbrengen FIP 2



Meten: visuele inspectie met microscoop



Meten: hoogtemeting

Digitale laserhoogte 
meting



Meten: kracht meting

Digitale krachtmeting (trekken / drukken):
▪ afschuifkracht
▪ hardheid



Eindresultaat 



Assemblage



Uitdagingen, voor nieuwe ontwikkelingen

▪ Meer chips op klein oppervlak

▪ Meer overspraak risico 

▪ Grotere airflow in systeem

Alternatieven:

▪ Heat spreader 

▪ Waterkoeling 

▪ Heatpipes



▪ Leendert de Voogd
l.devoogd@eemc.nl
www.eemc.nl
010-2640290

mailto:l.devoogd@eemc.nl
http://www.eemc.nl/


Componenten voor Elektronica en Industriële Automatisering


	Dia 1: RF shielding met FIP en TIM in kwantumcomputers: essentieel voor een betrouwbare stabiele werking  
	Dia 2: Agenda
	Dia 3: EEMC
	Dia 4: Het vraagstuk bij Qblox
	Dia 5: Verschillen in keuze van de FIP
	Dia 6: Verschillen in keuze van de FIP
	Dia 7: Verschillen in keuze van de TIM
	Dia 8: Verschillen in keuze van de TIM
	Dia 9: keuze van de TIM
	Dia 10: Uitvoering
	Dia 11: Details
	Dia 12: Agressieve omgeving
	Dia 13: Limieten dimensies
	Dia 14: Aanbrengen FIP
	Dia 15: Aanbrengen FIP 1
	Dia 16: Aanbrengen FIP 2
	Dia 17: Meten: visuele inspectie met microscoop
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20: Eindresultaat 
	Dia 21: Assemblage
	Dia 22: Uitdagingen, voor nieuwe ontwikkelingen
	Dia 23
	Dia 24

